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DESCRIPCION
Etiqueta de RFID para fijar a articulos metélicos
Campo de la invencién

La presente invencién se refiere a una etiqueta de identificacién por radiofrecuencia (RFID). En particular, la presente
invencién se refiere a una etiqueta de RFID adecuada para montarse en un objeto metalico sin ninguna degradacion
en el rendimiento, tal como, por ejemplo, sensibilidad e intervalo de lectura.

Antecedentes

Las etiquetas de RFID se unen a o se asocian con articulos para rastrear el inventario. Se pueden usar en una variedad
de articulos tales como paquetes, palés, contenedores, etc. Las etiquetas pueden codificarse con informacién de
identificacién relacionada con el articulo etiquetado. La etiqueta puede leerse por un escaner o lector que puede
decodificar la informacién en el chip y visualizar informacién relacionada con la etiqueta o envase en un dispositivo de
visualizacién. El documento EP 1 887 495 A2 divulga una etiqueta de RFID para montar sobre un miembro metélico a
través de un primer separador.

Las etiquetas de RFID estandar generalmente no son adecuadas para etiquetar materiales conductores o materiales
que tengan una constante dieléctrica alta. Cuando la etiqueta se acerca a tales objetos, la antena de RFID se desafina
(pérdida por desajuste). La eficiencia con la que la antena genera una onda plana también se reduce (pérdida de
eficiencia de radiacién). Estas pérdidas reducen severamente el intervalo de lectura de la antena. Por lo tanto, la
comunicacién con tales etiquetas es dificil, lo que conlleva ineficacia e inconsistencias en el rastreo de articulos.

Un enfoque para superar estos problemas es colocar una incrustacién de RFID estdndar en un material separador
donde la incrustacién se coloca a una distancia fija del objeto conductivo. Para aislar completamente la etiqueta de
RFID del objeto, el separador debe tener un grosor de un cuarto de longitud de onda en funcién de la constante
dieléctrica del material utilizado para crear el separador. Ese requisito da como resultado construcciones que tienen
un espesor que no es adecuado para los propositos del cliente y puede ser demasiado grueso para los procesos de
impresién y codificacion.

En otras fabricaciones, los fabricantes a menudo han seleccionado estructuras de antena destinadas a su uso por
encima de un plano de tierra, usando el objeto metélico como plano de tierra. Estas estructuras también requieren un
separador dieléctrico, tipicamente espuma o caucho, pero son considerablemente mas delgadas que las descritas en
el ejemplo anterior. El inconveniente de estas estructuras de antena es que generalmente son de mayor tamafio. Por
ejemplo, las incrustaciones de RFID dispuestas en separadores de espuma o caucho pueden tener mas de 75 mm de
longitud y 50 mm de anchura. Eso aumenta el coste de los productos y puede no ser adecuado para los clientes en
términos de estética.

Otro enfoque méas es emplear una estructura que resuene en presencia de un plano de tierra tal como, por ejemplo,
un articulo metalico que recibe una etiqueta de RFID. En las etiquetas que actualmente pueden funcionar de esta
manera, la estructura resonante necesita envolverse alrededor de los extremos opuestos del separador para acoplarse
al plano de tierra. Si bien estos tipos de estructuras demuestran mejores eficiencias de radiacién con separadores mas
delgados que los requeridos para los otros enfoques descritos anteriormente, la construccion y fabricacion de tales
etiquetas son complejos y requieren equipo especializado y gastos de capital.

Sumario

Lo siguiente presenta un sumario de esta divulgacién para proporcionar una comprensién basica de algunos aspectos.
Este sumario no pretende identificar elementos clave o criticos ni definir ninguna limitacién de las realizaciones o
reivindicaciones. De manera adicional, este sumario puede proporcionar una visién general simplificada de algunos
aspectos que pueden describirse con mayor detalle en otras partes de esta divulgacion.

Se proporciona una etiqueta de RFID adecuada para etiquetar objetos metalicos. La etiqueta de RIFD tiene una
configuracién de antena tal que la antena resuene en presencia de un plano de tierra. La etiqueta tiene un perfil o
huella que es adecuado para aplicaciones de etiquetado y aln proporciona una excelente sensibilidad en el intervalo
de frecuencia de radio de manera que la etiqueta exhibe un buen intervalo de lectura.

En un aspecto, una etiqueta de RIFD comprende un componente de RFID dispuesto en un primer lado de un sustrato
dieléctrico, un elemento inductor dispuesto en un segundo lado del sustrato dieléctrico opuesto al primer lado, y una
capa separadora que recubre la capa inductora. El componente de RFID esta acoplado a elementos de condensador.
El elemento inductor esté en paralelo con el componente de RFID. La antena resuena e irradia una onda plana cuando
se coloca sobre un plano de tierra (objeto metalico). La antena exhibe una excelente sensibilidad en la banda de
radiofrecuencia.
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De acuerdo con un aspecto de la presente invencién, una etiqueta de RFID incluye una estructura combinada que
tiene una capa de componente de RFID y una capa de componente inductivo separadas por y colocadas en lados
opuestos de un sustrato dieléctrico. La capa de componente de RFID incluye un segmento de antena que tiene un
primer segmento de antena y un segundo segmento de antena, un circuito integrado ubicado a lo largo del primer
segmento de antena, un primer segmento de condensador unido al primer y segundo segmentos de antena, y un
segundo segmento de condensador unido al primer y segundo segmentos de antena. El primer segmento de
condensador esta ubicado en un extremo distal del segmento de antena opuesto al segundo segmento de
condensador.

La capa de componente inductivo tiene un primer segmento de condensador y un segundo segmento de condensador
que se unen mediante una traza. El primer segmento de condensador de la capa de componente inductivo se alinea
y se acopla con el primer segmento de condensador de la capa de componente de RFID, formando asi un primer
conjunto condensador. El segundo segmento de condensador de la capa de componente inductivo se alinea y se
acopla con el segundo segmento de condensador de la capa de componente de RFID, formando asi un segundo
conjunto condensador. El primer y segundo conjuntos condensadores acoplan la capa de componente de RFID y la
capa de componente inductivo. La estructura combinada se adhiere a una capa separadora. El segmento de antena
irradia una onda plana cuando la estructura combinada se acopla a un plano de tierra a través de la capa separadora.

En una realizacién a modo de ejemplo, el plano de tierra es un articulo que tiene un embalaje metélico al que se
adhiere la capa separadora. La estructura combinada y el articulo estan ubicados en lados opuestos de la capa
separadora.

En una realizacidén adicional, el plano de tierra es una capa laminar colocada sobre la capa separadora. La capa
laminar y la estructura combinada estan ubicadas en lados opuestos de la capa separadora.

En una realizacidén adicional, la capa laminar tiene una capa adhesiva opuesta a la capa separadora para unir la
etiqueta RIFD a un articulo.

En otra realizacién, la capa laminar tiene un espesor de entre aproximadamente 1 y aproximadamente 30 micrémetros.
En una realizacién adicional, la capa laminar tiene un espesor de 5.000 Angstroms 0 menos.
En una realizacién adicional, la capa laminar tiene un espesor de 1.000 Angstroms 0 menos.

En otra realizacion, el sustrato dieléctrico tiene un espesor de entre aproximadamente 0,010 mm y aproximadamente
0,050 mm.

En una realizacién adicional, el sustrato dieléctrico tiene un espesor de entre aproximadamente 0,015 mm y
aproximadamente 0,04 mm.

En una realizacién adicional, el sustrato dieléctrico tiene un espesor de entre aproximadamente 0,02 mm y
aproximadamente 0,03 mm.

En otra realizacién, la capa separadora tiene un espesor de entre aproximadamente 0,25 mm y aproximadamente 1
mm.

En una realizaciéon adicional, la capa separadora tiene un espesor de entre aproximadamente 0,3 mm y
aproximadamente 0,8 mm.

En una realizaciéon adicional, la capa separadora tiene un espesor de entre aproximadamente 0,4 mm y
aproximadamente 0,6 mm.

En otra realizacién, el sustrato dieléctrico, la capa separadora, 0 ambos, estan formados por un material de espuma
de celda cerrada.

De acuerdo con otro aspecto de la invencién, un método de rastreo de un articulo incluye aplicar una etiqueta de RIFD
al articulo. La etiqueta de RIFD tiene una estructura combinada que comprende una capa de componente de RFID y
una capa de componente inductivo separadas por y colocadas en lados opuestos de un sustrato dieléctrico.

La capa de componente de RFID incluye un segmento de antena que tiene un primer segmento de antena y un
segundo segmento de antena. Un circuito integrado esté ubicado a lo largo del primer segmento de antena. Un primer
segmento de condensador estd unido al primer y segundo segmentos de antena. Un segundo segmento de
condensador esta unido al primer y segundo segmentos de antena. El primer segmento de condensador esta ubicado
en un extremo distal del segmento de antena opuesto al segundo segmento de condensador.

La capa de componente inductivo tiene un primer segmento de condensador y un segundo segmento de condensador
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que se unen mediante una traza. El primer segmento de condensador de la capa de componente inductivo se alinea
y se acopla con el primer segmento de condensador de la capa de componente de RFID, formando un primer conjunto
condensador. El segundo segmento de condensador de la capa de componente inductivo se alinea y se acopla con el
segundo segmento de condensador de la capa de componente de RFID, formando un segundo conjunto condensador.
El primer y segundo conjuntos condensadores acoplan la capa de componente de RFID y la capa de componente
inductivo. La estructura combinada se adhiere a una capa separadora. El articulo tiene un embalaje metélico al que
se adhiere la capa separadora de la etiqueta de RFID. El embalaje metalico funciona como un plano de tierra para la
estructura combinada cuando el embalaje metalico esta acoplado a la estructura combinada. El segmento de antena
irradia una onda plana cuando la estructura combinada se acopla al envase metélico a través de la capa separadora.

De acuerdo con auln otro aspecto de la invencién, un articulo que tiene una etiqueta de RIFD incluye la etiqueta de
RIFD que tiene una estructura combinada que tiene una capa de componente de RFID y una capa de componente
inductivo separadas por y colocadas en lados opuestos de un sustrato dieléctrico. La capa de componente de RFID
tiene un segmento de antena con un primer segmento de antena y un segundo segmento de antena, un circuito
integrado ubicado a lo largo del primer segmento de antena, un primer segmento de condensador unido al primery
segundo segmentos de antena, y un segundo segmento de condensador unido al primer y segundo segmentos de
antena. El primer segmento de condensador esta ubicado en un extremo distal del segmento de antena opuesto al
segundo segmento de condensador.

La capa de componente inductivo tiene un primer segmento de condensador y un segundo segmento de condensador
que se unen mediante una traza. El primer segmento de condensador de la capa de componente inductivo se alinea
y se acopla con el primer segmento de condensador de la capa de componente de RFID, formando asi un primer
conjunto condensador. El segundo segmento de condensador de la capa de componente inductivo se alinea y se
acopla con el segundo segmento de condensador de la capa de componente de RFID, formando asi un segundo
conjunto condensador. El primer y segundo conjuntos condensadores acoplan la capa de componente de RFID y la
capa de componente inductivo. La estructura combinada se adhiere a una capa separadora. El articulo tiene un
embalaje metalico al que se adhiere la capa separadora de la etiqueta de RFID. El embalaje metélico es un plano de
tierra para la estructura combinada cuando el embalaje metalico esta acoplado a la estructura combinada. El segmento
de antena irradia una onda plana cuando la estructura combinada se acopla al envase metélico a través de la capa
separadora.

La siguiente descripcién y los dibujos divulgan diversos aspectos a modo de ejemplo. Algunas mejoras y aspectos
novedosos pueden identificarse expresamente, mientras que otros pueden ser evidentes a partir de la descripcién y
los dibujos.

Breve descripcién de los dibujos

Los dibujos adjuntos ilustran diversos sistemas, aparatos, dispositivos y métodos relacionados, en los que los mismos
nameros de referencia se refieren a partes similares a través de toda la descripcién, y en los cuales:

la FIG. 1 es una vista esqueméatica de una seccién transversal de una etiqueta de RFID de acuerdo con una
realizacion de la invencién;

la FIG. 2 es una realizacién de una capa de RFID de la etiqueta;

la FIG. 3 es una realizacién de una capa inductora de la etiqueta;

la FIG. 4 es una vista en perspectiva que muestra la disposicién de la capa de RFID y la capa inductiva con el
sustrato dieléctrico y la capa separadora no mostrados;

la FIG. 5 es una vista en seccién transversal de una etiqueta de RFID de acuerdo con otra realizacién de la
invencion;

la FIG. 6 es un gréfico que muestra la sensibilidad de RF medida en diferentes estructuras de antena que varian
por su longitud y anchura;

la FIG. 7 es un gréfico que muestra la sensibilidad de RF medida en diferentes estructuras de antena que varian
en dimensién entre si por su anchura.

Descripcion detallada

A continuacién, se hara referencia a realizaciones a modo de ejemplo, cuyos ejemplos se ilustran en los dibujos
adjuntos. Debe entenderse que pueden utilizarse otras realizaciones y pueden realizarse cambios estructurales y
funcionales. Por otra parte, las caracteristicas de las diversas realizaciones pueden combinarse o alterarse. Como tal,
la siguiente descripcién se presenta Unicamente a modo de ilustracién y no deberia limitar de ninguna manera las
diversas alternativas y modificaciones que pueden realizarse a las realizaciones ilustradas. En la presente divulgacién,
numerosos detalles especificos proporcionan una comprensién completa de la divulgacién objeto. Debe entenderse
que los aspectos de esta divulgacibén pueden ponerse en practica con otras realizaciones que no incluyan
necesariamente todos los aspectos descritos en el presente documento, etc.

Como se usa en el presente documento, las expresiones "ejemplo” y "a modo de ejemplo"” significan un caso o una
ilustracién. Las expresiones "ejemplo" 0 "a modo de ejemplo” no indican una clave o un aspecto o una realizacién
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preferidos. La palabra "o" pretende ser inclusiva en lugar de exclusiva, a menos que el contexto sugiera lo contrario.
A modo de ejemplo, la locucién "A emplea B o C", incluye cualquier permutacién inclusiva (por ejemplo, A emplea B;
A emplea C; o A emplea tanto B como C). Como otro asunto, los articulos "un" y "una" generalmente significan "uno o
mas" a menos que el contexto sugiera lo contrario.

Se proporciona una etiqueta de RFID adecuada para su uso en articulos metalicos. Se sabe que tales articulos
desafinan las etiquetas de RFID convencionales. Las presentes etiquetas de RFID comprenden una capa de
componente de RFID definida como una configuracién en paralelo de una resistencia y un condensador, y una capa
de componente inductivo colocada en paralelo con la capa de componente de RFID. La capa de componente de RFID
estd compuesta ademas por un segmento de antena. La capa de componente RFID y la capa de componente inductivo
estan separadas por una capa dieléctrica. La capa de componente RFID y la capa de componente inductivo estéan
acopladas entre si por un primer conjunto condensador y un segundo conjunto condensador. El primer y segundo
conjuntos condensadores estan formados por elementos en lados opuestos de la antena de RFID y la capa de
componente inductivo.

Las FIGS. 1-4 muestran una realizacién de una etiqueta de RFID de acuerdo con la presente tecnologia. La etiqueta
de RFID 100 incluye una capa de componente de RFID 110 dispuesta en un primer lado de un sustrato dieléctrico
120, y una capa de componente inductivo 130 dispuesta en un segundo lado del sustrato dieléctrico 120 opuesto al
primer lado. Una capa separadora 140 esta dispuesta sobre la capa de componente inductivo 130 opuesta al sustrato
dieléctrico 120.

La capa de componente de RFID 110 comprende un segmento de antena 112 definido por las trazas 112ay 112b. La
capa de componente de RFID incluye un circuito integrado 118 unido a una porcidén del segmento de antena 112 (112b
en la FIG. 2). La capa de componente de RFID 110 incluye segmentos de condensador 114a y 114b en extremos
distales opuestos del segmento de antena 112.

La capa de componente inductivo 130 esté formada a partir de una traza 132 y unos segmentos de condensador 134a
y 134b rectangulares que se alinean con los segmentos de condensador 114a y 114b de la capa de componente de
RFID 110. Los segmentos de condensador 114a y 114b de la capa de componente de RFID 110 se acoplan con los
segmentos de condensador 134a y 134b de la capa de componente inductivo 130, acoplando de este modo la capa
de componente de RFID 110 y la capa de componente inductivo 130.

Ademas, el primer segmento de condensador 134a de la capa de componente inductivo 130 se alinea y se acopla con
el primer segmento de condensador 114a de la capa de componente de RFID 110, formando de este modo un primer
conjunto condensador 160 de la etiqueta de RFID 100. El segundo segmento de condensador 134b de la capa de
componente inductivo 130 se alinea y se acopla con el segundo segmento de condensador 114b de la capa de
componente de RFID 110, formando de este modo un segundo conjunto condensador 165 de la etiqueta de RIFD 100.

La FIG. 4 muestra la disposicién u orientaciéon de la capa de componente de RFID 110 y la capa de componente
inductivo 130 entre si en el espacio dentro de la etiqueta 100. La capa de sustrato dieléctrico 120 y la capa separadora
140 no se muestran en la FIG. 4.

La capa de componente de RFID 110 y la capa de componente inductivo 130 pueden formarse como trazas
eléctricamente conductivas formadas en la capa de sustrato dieléctrico 120. Las trazas conductivas pueden estar
formadas por cualquier material adecuado. Entre los ejemplos de materiales adecuados se incluyen, aunque no de
forma limitativa, cobre, aluminio, plata, oro, otros metales o carbono. Las antenas 112 también pueden imprimirse en
tintas conductoras que comprendan dispersiones de plata, oro u otros metales, o particulas recubiertas de plata, oro
u otros conductores metélicos, o conductores no metélicos tales como carbono o polianilina. Las antenas 112 pueden
fabricarse usando circuitos flexibles disponibles comercialmente que se producen usando procesos y disefios de alto
rendimiento probado.

La capa de sustrato dieléctrico 120 y la capa separadora 140 pueden estar formadas a partir de cualquier material
dieléctrico adecuado. Entre los ejemplos de materiales dieléctricos adecuados se incluyen, aunque no de forma
limitativa, papel, espuma, caucho, un material polimérico, un material ceramico y similares. En una realizacién, la capa
separadora 140 se selecciona de papel. En una realizacién, la capa separadora 140 esta formada a partir de un
material de espuma.

En una realizacién, el sustrato dieléctrico 120 puede tener un espesor de aproximadamente 0,010 mm a
aproximadamente 0,050 mm, de aproximadamente 0,015 mm a aproximadamente 0,04 mm, o de aproximadamente
0,02 mm a aproximadamente 0,03 mm. En una realizacién, la capa separadora 140 puede tener un espesor de
aproximadamente 0,25 mm a aproximadamente 1 mm, de aproximadamente 0,3 mm a aproximadamente 0,8 mm, o
de aproximadamente 0,4 mm a aproximadamente 0,6 mm. La presente estructura de antena permite proporcionar un
perfil mas delgado de lo que es posible con una configuracién de antena de RFID convencional.

La etiqueta 100 puede formarse proporcionando o formando la capa de componente de RFID 110 en una superficie
en un lado de un sustrato dieléctrico 120. El circuito integrado 118 puede unirse al segmento de antena de RFID 112
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por cualquier medio adecuado antes o después de que la capa de componente de RFID 118 se proporcione sobre el
sustrato dieléctrico 120. La capa de componente inductivo 130 también se forma sobre el sustrato dieléctrico 120. El
orden en el que se forman la capa de componente de RFID 118 y la capa de componente inductivo 130 sobre el
sustrato dieléctrico 120 no es critico, siempre que la capa de componente de RFID 118 y la capa de componente
inductivo 130 estén ubicadas en lados opuestos del sustrato dieléctrico 120. La capa de componente de RFID 118, la
capa de componente inductivo 130 y el sustrato dieléctrico 120 forman una estructura combinada 170. Después de
haber formado la estructura combinada 170 que comprende la capa de componente de RFID 118, la capa de sustrato
dieléctrico 120 y la capa de componente inductivo 130, la estructura combinada 170 se une a una superficie superior
de una capa separadora 140. Esto se puede lograr usando cualquier método adecuado. En una realizacién, la
estructura combinada 170 se adhiere a la capa separadora 140. Se puede proporcionar una capa adhesiva 175 al lado
inferior de la capa separadora 140, opuesta a la estructura combinada 170, para permitir la unién de la etiqueta 100 a
un articulo.

Cuando la etiqueta de RFID 100 se coloca sobre un plano de tierra, por ejemplo, un sustrato metalico 200 como se
muestra en la FIG. 1, toda la estructura comienza a irradiar una onda plana. Indicado como alternativa, el segmento
de antena de RFID 112 de la antena irradia una onda plana cuando la estructura combinada 170 se coloca sobre un
plano de tierra 200. Indicado de otra manera, el segmento de antena de RFID 112 de la antena irradia una onda plana
cuando la estructura combinada 170 esta acoplada a un plano de tierra 200. La etiqueta 100 exhibe una excelente
sensibilidad en la banda de radiofrecuencia cuando se coloca en la proximidad de un plano de tierra. Indicado como
alternativa, el segmento de antena de RFID 112 de la etiqueta 100 exhibe una excelente sensibilidad cuando se acopla
a un plano de tierra 200. La sensibilidad permite que la etiqueta sea adecuada para etiquetar articulos 180 que tengan
suficiente contenido de metal para actuar como un plano de tierra 200.

En una realizacién, cuando el articulo al que se aplicara la etiqueta es un articulo 180 hecho de un material con una
constante dieléctrica alta que no sea metal 0 no contenga una cantidad sustancial de un material metalico para actuar
como un plano de tierra 200, la estructura de la etiqueta 100 puede incluir una capa adicional de una lamina metélica
150 que puede funcionar como plano de tierra 200. La FIG. 5 ilustra una realizacion en la que la etiqueta de RFID 100’
incluye las mismas capas estructurales mostradas en la FIG. 1, pero incluye ademas una capa laminar 150. La capa
laminar 150 se puede seleccionar segln se desee. La capa laminar 150 puede proporcionarse mediante una hoja de
metal autoportante. La capa laminar 150 proporcionada por una hoja autoportante puede tener un espesor de
aproximadamente 1 a aproximadamente 30 micrémetros. En otra realizacién, la capa laminar 150 puede
proporcionarse mediante una capa de pelicula plastica pulverizada o metalizada al vacio con una capa delgada de
metal continuo. La pulverizacién catédica puede depositar un revestimiento metalico continuo de 5000 Angstroms o
menos. La metalizacién al vacio puede depositar un recubrimiento metalico de 1000 Angstroms o menos. La
metalizacién al vacio y la pulverizacién catédica, como se practican generalmente, proporcionan una capa continua
de metal montada sobre el plastico. En una realizacion, el metal que forma la capa laminar es aluminio. La capa laminar
150 se puede aplicar de cualquier manera adecuada, tal como pegando, soldando, o adhiriendo de otro modo la capa
laminar 150 a la capa separadora 140, opuesta a la estructura combinada 170. Se puede aplicar una capa adhesiva
175 al lado posterior de la capa laminar 150, opuesta a la capa separadora 140, para adherir la etiqueta de RFID 100’
a un articulo.

Ejemplos
Se construyeron segmentos de antena resonante 112 con una estructura y una configuracién de antena tales como
se representa en las FIGS. 1-4. El sustrato dieléctrico 120 y la capa separadora 140 se formaron a partir de un material

de espuma de celda cerrada.

Los segmentos de antena 112 se construyeron con las siguientes dimensiones:

Tabla 1
Longitud - Anchura Area Espesor del separador Sensibilidad minima Ancho de banda de
(mm) (mm?3) (mm) (dBm) 1 dB (MHz)
50 x 25 1.250 1,0 -5,0 55,0
55x18 990 1,0 -5,0 33,0
60 x12 720 1,0 -5,0 27,0

Los segmentos de antena 112 se pusieron en contacto (se acoplaron) con un plano de tierra 200, y se midi6 la
sensibilidad de RF. La FIG. 6 es un grafico que muestra la sensibilidad de los segmentos de antena cuando se pusieron
en contacto con un plano de tierra 200. Como se muestra en la FIG. 6, se pueden proporcionar segmentos de antena
112 con la misma sensibilidad de RF variando las dimensiones. Generalmente, a medida que se reduce la anchura de
los segmentos de antena 112, se aumenta la longitud para proporcionar la misma sensibilidad de RF.

También se construyeron segmentos de antena 112 donde la longitud se mantuvo constante a 50 mm y se vari6 la
anchura. Las dimensiones de esas estructuras se muestran en la Tabla 2.

Tabla 2
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Longitud - Anchura Area Espesor del separador Sensibilidad minima Ancho de banda de
(mm) (mm?3) (mm) (dBm) 1 dB (MHz)
50 x 25 1.250 1,0 -5,0 55,0
50x18 900 1,0 -4,0 55,0
50x12 600 1,0 -2,9 N/A

La sensibilidad de RF de las antenas en la Tabla 2 se muestra en la FIG. 7. Como se muestra en el grafico de la FIG.
6, los segmentos de antena 112 generalmente tienen el mismo ancho de banda, pero la sensibilidad de los segmentos
de antena 112 disminuye a medida que disminuye la huella.

Como puede verse, la etiqueta de RIFD 100 descrita permite el uso de segmentos de antena 112 que tienen una huella
mas pequefia que las antenas convencionales y no requieren la envoltura de los segmentos de antena 112 alrededor
de la capa separadora 140 para funcionar.

Lo que se ha descrito anteriormente incluye ejemplos de la presente memoria descriptiva. Por supuesto, no es posible
describir cada combinacién concebible de componentes o metodologias para fines de descripcién de la presente
memoria descriptiva, pero un experto en la materia podra reconocer que son posibles muchas combinaciones y
permutaciones adicionales de la presente memoria descriptiva. En consecuencia, la presente memoria descriptiva
pretende abarcar todas estas alteraciones, modificaciones y variaciones que se encuentran dentro del amplio alcance
de las reivindicaciones adjuntas. De manera adicional, en la medida en que el término "incluye" se usa tanto en la
descripcidn detallada como en las reivindicaciones, tal término estéa previsto para que sea inclusivo de un modo similar
a la expresién "que comprende”, tal como se interpreta "que comprende”" cuando se emplea como una palabra
transicional en una reivindicacion.



10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

ES 2992736 T3

REIVINDICACIONES
1. Una etiqueta de RFID (100, 100') que comprende:

una estructura combinada (170) que comprende una capa de componente de RFID (110) y una capa de
componente inductivo (130) separadas por y colocadas en lados opuestos de un sustrato dieléctrico (120);
comprendiendo la capa de componente de RFID (110) un segmento de antena (112) que tiene un primer segmento
de antena (112b) y un segundo segmento de antena (112a), un circuito integrado (118) ubicado a lo largo del
primer segmento de antena (112b), un primer segmento de condensador (114a) unido al primer y segundo
segmentos de antena (112b, 112a), y un segundo segmento de condensador (114b) unido al primer y segundo
segmentos de antena (112b, 112a), estando el primer segmento de condensador (114a) ubicado en extremos
distales opuestos del segmento de antena con respecto al segundo segmento de condensador (114b);

teniendo la capa de componente inductivo (130) un primer segmento de condensador (134a) y un segundo
segmento de condensador (134b) unidos por una traza; alineandose y acoplandose el primer segmento de
condensador (134a) de la capa de componente inductivo (130) con el primer segmento de condensador (114a) de
la capa de componente de RFID (110), formando asi un primer conjunto condensador (160); alinedndose y
acoplandose el segundo segmento de condensador (134b) de la capa de componente inductivo (130) con el
segundo segmento de condensador (114b) de la capa de componente de RFID (110), formando asi un segundo
conjunto condensador (165);

acoplando el primer y segundo conjuntos condensadores la capa de componente de RFID (110) y la capa de
componente inductivo (130);

estando la estructura combinada (170) adherida a una capa separadora (140);

en donde el segmento de antena (112) irradia una onda plana cuando la estructura combinada est4 acoplada a un
plano de tierra (200) a través de la capa separadora (140).

2. La etiqueta de RFID de la reivindicacidén 1, en donde el plano de tierra (200) es un articulo que tiene un embalaje
metalico al que se adhiere la capa separadora (140), estando la estructura combinada (170) y el articulo ubicados en
lados opuestos de la capa separadora (140).

3. La etiqueta de RFID de la reivindicacién 1, en donde el plano de tierra es una capa laminar (150) colocada sobre la
capa separadora (140); estando la capa laminar (150) y la estructura combinada ubicadas en lados opuestos de la
capa separadora (140).

4. La etiqueta de RFID de la reivindicacién 3, en donde la capa laminar (150) tiene una capa adhesiva opuesta a la
capa separadora (140) para unir la etiqueta de RIFD a un articulo.

5. La etiqueta de RFID de una cualquiera de las reivindicaciones 3-4, en donde la capa laminar (150) tiene un espesor
de entre aproximadamente 1 y aproximadamente 30 micrémetros; o en donde la capa laminar (150) tiene un espesor
de 5.000 Angstroms 0 menos; o en donde la capa laminar (150) tiene un espesor de 1.000 Angstroms o menos.

6. La etiqueta de RFID de una cualquiera de las reivindicaciones 1-5, en donde el sustrato dieléctrico (120) tiene un
espesor de entre aproximadamente 0,010 mm y aproximadamente 0,050 mm, o en donde el sustrato dieléctrico (120)
tiene un espesor de entre aproximadamente 0,015 mmy aproximadamente 0,04 mm, o en donde el sustrato dieléctrico
(120) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,02 mm y aproximadamente 0,03 mm.

7. La etiqueta de RFID de una cualquiera de las reivindicaciones 1-8, en donde la capa separadora (140) tiene un
espesor de entre aproximadamente 0,25 mm y aproximadamente 1 mm, o en donde la capa separadora (140) tiene
un espesor de entre aproximadamente 0,3 mm y aproximadamente 0,8 mm, o en donde la capa separadora (140)
tiene un espesor de entre aproximadamente 0,4 mm y aproximadamente 0,6 mm.

8. La etiqueta de RFID de una cualquiera de las reivindicaciones 1-7, en donde el sustrato dieléctrico (120), la capa
separadora (140), o ambos, estan formados por un material de espuma de celda cerrada.

9. Un articulo (200) que tiene una etiqueta de RFID (100), que comprende:

la etiqueta de RIFD que tiene una estructura combinada (170) que comprende una capa de componente de RFID
(110) y una capa de componente inductivo (130) separadas por y colocadas en lados opuestos de un sustrato
dieléctrico (120);

comprendiendo la capa de componente de RFID (110) un segmento de antena (112) que tiene un primer segmento
de antena (112b) y un segundo segmento de antena (112a), un circuito integrado (118) ubicado a lo largo del
primer segmento de antena (112b), un primer segmento de condensador (114a) unido al primer y segundo
segmentos de antena (112b, 112a), y un segundo segmento de condensador (114b) unido al primer y segundo
segmentos de antena (112b, 112a), estando el primer segmento de condensador (114a) ubicado en extremos
distales opuestos del segmento de antena con respecto al segundo segmento de condensador (114b);

teniendo la capa de componente inductivo (130) un primer segmento de condensador (134a) y un segundo
segmento de condensador (134b) unidos por una traza; alineandose y acoplandose el primer segmento de
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condensador (134a) de la capa de componente inductivo (130) con el primer segmento de condensador (114a) de
la capa de componente de RFID (110), formando asi un primer conjunto condensador (160); alinedndose y
acoplandose el segundo segmento de condensador (134b) de la capa de componente inductivo (130) con el
segundo segmento de condensador (114b) de la capa de componente de RFID (110), formando asi un segundo
conjunto condensador (165);

acoplando el primer y segundo conjuntos condensadores la capa de componente de RFID (110) y la capa de
componente inductivo (130);

la estructura combinada estéd adherida a una capa separadora (140);

teniendo el articulo un embalaje metalico al que se adhiere la capa separadora (140) de la etiqueta de RIFD, el
embalaje metalico es un plano de tierra para la estructura combinada cuando el embalaje metélico esta acoplado
a la estructura combinada;

en donde el segmento de antena (112) irradia una onda plana cuando la estructura combinada se acopla al
embalaje metalico (200) a través de la capa separadora (140).

10. El articulo que tiene una etiqueta de RFID de la reivindicacién 9, en donde el sustrato dieléctrico (120) tiene un
espesor de entre aproximadamente 0,010 mm y aproximadamente 0,050 mm, o en donde el sustrato dieléctrico (120)
tiene un espesor de entre aproximadamente 0,015 mmy aproximadamente 0,04 mm, o en donde el sustrato dieléctrico
(120) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,02 mm y aproximadamente 0,03 mm.

11. El articulo que tiene una etiqueta de RFID de una cualquiera de las reivindicaciones 9 a 10, en donde la capa
separadora (140) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,25 mm y aproximadamente 1 mm, o en donde la capa
separadora (140) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,3 mm y aproximadamente 0,8 mm, o en donde la
capa separadora (140) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,4 mm y aproximadamente 0,6 mm.

12. El articulo que tiene una etiqueta de RFID de una cualquiera de las reivindicaciones 9-11, en donde el sustrato
dieléctrico (120), la capa separadora (140), 0 ambos, estan formados por un material de espuma de celda cerrada.

13. Un método de rastreo de un articulo, que comprende:

aplicar una etiqueta de RFID (100) al articulo;

teniendo la etiqueta de RIFD una estructura combinada (170) que comprende una capa de componente de RFID
(110) y una capa de componente inductivo (130) separadas por y colocadas en lados opuestos de un sustrato
dieléctrico (120);

comprendiendo la capa de componente de RFID (110) un segmento de antena (112) que tiene un primer segmento
de antena (112b) y un segundo segmento de antena (112a), un circuito integrado (118) ubicado a lo largo del
primer segmento de antena (112b), un primer segmento de condensador (114a) unido al primer y segundo
segmentos de antena (112b, 112a), y un segundo segmento de condensador (114b) unido al primer y segundo
segmentos de antena (112b, 112a), estando el primer segmento de condensador (114a) ubicado en extremos
distales opuestos del segmento de antena con respecto al segundo segmento de condensador (114b);

teniendo la capa de componente inductivo (130) un primer segmento de condensador (134a) y un segundo
segmento de condensador (134b) unidos por una traza; alineandose y acoplandose el primer segmento de
condensador (134a) de la capa de componente inductivo (130) con el primer segmento de condensador (114a) de
la capa de componente de RFID (110), formando asi un primer conjunto condensador (160); alinedndose y
acoplandose el segundo segmento de condensador (134b) de la capa de componente inductivo (130) con el
segundo segmento de condensador (114b) de la capa de componente de RFID (110), formando asi un segundo
conjunto condensador (165);

acoplando el primer y segundo conjuntos condensadores la capa de componente de RFID (110) y la capa de
componente inductivo (130);

la estructura combinada estéd adherida a una capa separadora (140);

teniendo el articulo un embalaje metalico al que se adhiere la capa separadora (140) de la etiqueta de RIFD, el
embalaje metalico es un plano de tierra para la estructura combinada cuando el embalaje metélico esta acoplado
a la estructura combinada;

en donde el segmento de antena (112) irradia una onda plana cuando la estructura combinada se acopla al
embalaje metalico (200) a través de la capa separadora (140).

14. El método de rastreo de un articulo de la reivindicacién 13, en donde el sustrato dieléctrico (120) tiene un espesor
de entre aproximadamente 0,010 mm y aproximadamente 0,050 mm, o en donde el sustrato dieléctrico (120) tiene un
espesor de entre aproximadamente 0,015 mm y aproximadamente 0,04 mm, o en donde el sustrato dieléctrico (120)
tiene un espesor de entre aproximadamente 0,02 mm y aproximadamente 0,03 mm.

15. El método de rastreo de un articulo de una cualquiera de las reivindicaciones 13 a 14, en donde la capa separadora
(140) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,25 mm y aproximadamente 1 mm, o en donde la capa separadora
(140) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,3 mm y aproximadamente 0,8 mm, o en donde la capa separadora
(140) tiene un espesor de entre aproximadamente 0,4 mm y aproximadamente 0,6 mm.

16. El método de rastreo de un articulo de una cualquiera de las reivindicaciones 13-15, en donde el sustrato dieléctrico
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(120), la capa separadora (140), o ambos, estan formados por un material de espuma de celda cerrada.
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